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Converter Circuit for Ternary ALU Verification

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sunmeank Kim, Youngchang Choi, Seunghan Baek, and Seokhyeong Kang
EE Department, POSTECH, South Korea

N e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Em e mm Em Em e Em Em e Em e Em e Em Em e Em mm Em Em Em e e Em Em mm Em e e M Em e Em Em M Em Em Em Em e Em e mm Em Em M e Em M Em e e e mm e mm e mm Em mm e M mm M Em Em M mm e mm mm Em e mm mm mm Em mm mm e mm e mm e e mm e e Em mm e e mm Em e mm mm e mm Em mm M M e Em e mm Em e mm mm mm e e mm mm e e Em e e mm Em mm e e Em e e e e e M e M e e e e e e mm M e M e M e e mm e e mm M e M M M e M mm e Em e Em e e mm Em M mm e M M M e e mm Em M mm Em e M mm mm e mm M M Em mm e M M M e mm e e M e e M M e M mm mm M e Em mm e M M e M mm M M M M M mm M M e mm e mm M M M e Em M M mm M M M M mm mm e e e e e M mm mm M M M M e e M e e e M mm e mm e M M e M mm mm e e mm e M e e M e M e e e M mm e e mm e mm me e Em e e e e e e e e e e e e e e = = = =

Introduction

 Further device scaling is restricted because of

e Simulation Results
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* Binary Input - B2T Converter - Ternary ALU -
T2B Converter - Binary Output

Bondpad Size 390um X 390um
Bondpad Interval 910um X 910pum / 765um X 765um
Probepad Array Location (60,60)
Probepad Size 110pum X 110pum
20um X 20pm

k Probepad Interval
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